Elektrokémiai migrdcio vizsgdlata kiilénféle feliileti
bevonatokon, fluxok és forrasztdsgatlo lakkok alkalmazdsdval.

Projektvezetd:
e Dr. Harsanyi Gabor

Cél: annak a vizsgalata, hogy a forrasztasi technolégidban hasznalt
kilonféle anyagkombinaciok milyen hatassal vannak az
elektrokémiai migracioés jelenségre. A megvizsgalt anyagok: négy
feltileti bevonat (OSP, iSn, HASL (SnPb) and bare Cu); négy eltér6
Osszetételll folyasztoszer; valamint forrasztas gatlo lakk nélkiili és
azzal ellatott nyomtatott huzalozasu lemezek. A fenti paraméter tér
28 kiilonb6z6 mintat eredményezett

Ipari megbiz6:
e Robert Bosch GmBH
Stuttgart

Id6tartam:
2009.09.29.-2010.12.31..

Eredmények: A  mérések elvégzéséhez egy  specidlis
tesztkornyezetet épitettiink. A vizsgalatok soran azt tapasztaltuk,
hogy az iSn és HASL bevonatokkal elldtott mintdk tobb kémiailag
kotott viz (vagy OH) molekulat tartalmaznak a feliiletiikon, mint a
tiszta Cu és OSP bevonatd mintdk. A viz vagy OH csoportok
konnyedén képesek a kornyezetiikbol vizet adszorbealni a mintak
felszinére a THB tesztek soran. A viz un. proton vezetési jelensége
amit nagyobb feliileti ellenallas (SIR) esés tapasztalhaté mint azt
korabban vartuk. A réz feltleteken dsszefiiggd viz film okozza SIR
esést. A DIN-32513 szabvany alapjan alkalmazott szaritasi eljaras
és az ujradmlesztéses hoprofillal torténd szaritds nem vezetett
eredményre. A 1502C/16 6ras szaritas elégségesnek bizonyult a
folyasztdszer nélkili mintdk esetén de folyasztdszerrel ellatott
mintak tovabbi szaritast igényeltek..

Investigation the effect of the surface-finishes, fluxes and solder
mask on electrochemical migration.

Project Leader:
e Dr. Gabor Harsanyi

Aim: Study the effect of different soldering materials in different
combination on the phenomenon of electrochemical migration. The
following soldering materials were investigated: four surface
finishes (OSP, iSn, HASL (SnPb) and bare Cu); four fluxes; and PCBs
with solder mask (only one solder mask method) and without
solder mask. All together 28 different test combinations were
examined.

Industrial partner:
e Robert Bosch GmBH
Stuttgart

Duration:
2009.09.29.-2010.12.31..

Results: Special measurement setup was designed for the
experiments. During the measurements it was observed that the
iSn and HASL samples contain more water molecules or OH groups
(perhaps chemically bound) on the surface than the bare Cu and
OSP samples. The water or OH groups can adsorb the water
molecules from the gas phase easily on the surface of the sample
during the THB test and due the proton conductivity of the water
can cause the SIR drop that we encounter. On the other hand, on
bar Cu samples a continuous water film should be present for
getting SIR drop. The baking process according to the DIN-32513
standard and the reflow profile was not enough. The baking
process at 1502C/16h was enough on the non-fluxed samples but
the fluxed samples needed an additional drying.
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